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ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
Fiberfrax Lo-Con Filz hat die folgenden wichtigen
Eingenschaften:
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Niedrige Wärmeleitfähigkeit
• Geringe Wärmespeicherung
• Geringes Gewicht
• Elastizität
• Temperatur-Wechselbeständigkeit
• Hohe Wärmereflektion
• Gute Schallabsorption
•Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
• Leicht zu falten, formen und schneiden

Typische chemische Analyse (Faser Gew. %)
SiO2 53,0 – 57,0

Al203 41,0 – 45,0

Fe2O3 1,0 – 2,0

Sonstige 1,0

Bindemittel < 6 %

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Physikalische Eigenschaften
Farbe Hellbraun

Klassifizierungstemperatur 1250°C

Schmelzpunkt 1800°C 

Faserdurchmesser (durchschn.) 2,0 - 3,0 microns

Spezifische Wärme bei 1000°C 1047 J/kgK

Wärmeleitfähigkeit (W/mK)
Durchschnittstemperatur 64 kg/m3 96 kg/m3

600°C 0,15 0,12

800°C 0,22 0,18

1000°C 0,30 0,26

Lineare Schrumpfung nach 24 Stunden

1000°C < 2,0 %

1250°C < 4,0 %

Physikalische Eigenschaften und Wärmeleitfähigkeitswerte gemessen nach
ENV1094-7:1994

Fiberfrax® Lo-Con™ Filz ist eine leichte, flexible
Matte aus Fiberfrax Keramikfasern, die durch
Verfilzung zu einem festen, elastischen
Isolierstoff verbunden werden.
Bei dem Naßverfilzungsverfahren werden die
unverfaserten Partikel ausgewaschen; der
entstehende keramische Faserfilz ist von höchster
Reinheit und besitzt eine ausgezeichnete
Isoliereigenschaft.
Durch Zusatz geringer Mengen von nicht brennbarem,
organischem Bindemittel wird die allgemeine
Handhabung verbessert und die Installation bei
Anwendungen erleichtert, bei denen ein Ausbrennen
von organischem Bindemittel bei niedrigen
Temperaturen zulässig ist.




